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執行者：信甫科技研發團隊 

熱流分析-BENCHMARK 
 

軟體使用模組: 

 6SigmaET + Parallel模組 
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TV 螢幕分析案例 
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http://www.youtube.com/watch?v=_tN98nGYLE8�
http://www.youtube.com/watch?v=rJbMmG_J0ho�
http://www.sheaf.com.tw/download/6sigmaET demo for customer.pdf�
http://www.youtube.com/watch?v=kx6LpLOUk1o�
http://www.sheaf.com.tw/download/6SigmaET%E8%88%87IcePak%E5%8F%8AFlotherm%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%B7%AE%E7%95%B0.pdf�
http://www.sheaf.com.tw/download/LED BackLight.pdf�


分析目的 
客戶提供模擬分析之參數，信甫科技進行熱流模擬分析，並比較案例A & 案 
例B &案例C之散熱效能。 

案例A(原始設計)  
a:機殼上方不開孔； 
b.PCB shielding開孔； 
c.散熱鰭片未接觸PCB shielding ； 

a:機殼上方
不開孔 

b.PCB shielding
開孔 

c.散熱鰭片未接觸
PCB shielding  
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分析目的 
客戶提供模擬分析之參數，信甫科技進行熱流模擬分析，並比較案例A & 案 
例B &案例C之散熱效能。 

案例B  
a:機殼上方開孔； 
b.PCB shielding開孔； 
c.散熱鰭片未接觸PCB shielding ； 

a:機殼上方
開孔 

b.PCB shielding
開孔 

c.散熱鰭片未接觸
PCB shielding  
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分析目的 
客戶提供模擬分析之參數，信甫科技進行熱流模擬分析，並比較案例A & 案 
例B &案例C之散熱效能。 

案例C 
a:機殼上方不開孔； 
b.PCB shielding不開孔； 
c.散熱鰭片接觸PCB shielding ； 

a:機殼上方
不開孔 

b.PCB shielding
不開孔 

c.散熱鰭片接觸
PCB shielding  
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6SigmaET分析流程 

簡化及修正幾何 

定義邊界條件 

簡化幾何匯入
6SigmaET 

設定材料 & 發熱
瓦數 

6SigmaET自動切
割流體區域 

觀看分析結果 

原始幾何 

數值運算設定 

計算求解 
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6SigmaET分析流程 
設定計算域邊界
條件(如開口、壁
面等)，並設定環
境溫度。 

簡化及修正幾何 

定義邊界條件 
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6SigmaET分析流程 

簡化及修正幾何 

定義邊界條件 

簡化幾何匯入
6SigmaET 

設定材料 & 發熱
瓦數 

6SigmaET自動切
割流體區域 

觀看分析結果 

原始幾何 
設定計算條件，包含穩態
暫態設定、紊流層流選項
、計算步數、重力方向、
是否要開輻射計算等。網
格數目亦是在此指定，之
後系統自動生成網格。 

數值運算設定 

計算求解 
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6SigmaET分析流程 

系統自動生成網格，並切
割流固體積。 
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計算求解 
6SigmaET 於1秒鐘就可生成1692萬網格
！ ！ 
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檢視溫度收斂曲線
、速度收斂曲線、
壓力收斂曲線、能
量收斂曲線等。 
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計算結果資訊 

• 網格數目: 約1692萬  
• 硬體等級 
   -CPU: Intel XEON W3550 3.07G  
   -MEMORY: 2.07G 
• 計算時間: 1小時05分鐘(開4核心平行計算) 
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觀看分析結果 
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數值運算設定 

計算求解 

主機板溫度分布 

案例A(原始設計) 案例B 案例C 

最高溫92C 最高溫91.7C 
 

最高溫65.3C 
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Inverter機板溫度分布 

案例A(原始設計) 案例B 案例C 

最高溫62.51C 最高溫62.11C 
 

最高溫62.42C 
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案例A(原始設計) 案例B 案例C 

最高溫41.0C 最高溫41.12C 
 

最高溫41.1C 
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案例A(原始設計) 案例B 案例C 
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速度切面分布 

案例A(原始設計) 案例B 案例C 

最高流速0.2672m/s 最高流速0.2657m/s 
 

最高流速0.2099m/s 
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結論 
案例C透過散熱鰭片與鈑金接觸，可以有效降低晶片溫 
度。而案例B的開孔對散熱影響不大，故案例C是較佳 
的解決方案。 
 
使用信甫科技所提供的CFD軟體&技術顧問來作LED的散 
熱設計及模擬解決是可行的方案。藉由CFD軟體的協助 
可以讓設計人員快速的在短時間內，得到問題的答案， 
並能從眾多設計方案中找出最佳選項。除了縮短開發 
時程外還可節省公司經費。 
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LED BackLight分析案例 
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http://www.sheaf.com.tw/download/LED BackLight.pdf�
http://www.sheaf.com.tw/download/6sigmaET demo for customer.pdf�
http://www.youtube.com/watch?v=kx6LpLOUk1o�
http://www.sheaf.com.tw/download/6SigmaET%E8%88%87IcePak%E5%8F%8AFlotherm%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%B7%AE%E7%95%B0.pdf�
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